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１．概要（Summary）
研究室で開発中のゼーベック効果による熱電デバイス

の温度変化による電気特性計測の為、真空プローバーと

半導体パラメータアナライザ（B1500A）を用いた機器の

セッティングと計測を試行的に行った。

その結果、プローバー先端に温度センサを一体化させ

ることにより、デバイス特性の計測が可能なことが分かった

が、プローバーの改造が必要であり、本件専属の計測装

置となってしまうことが判明した。このため、別途、専用プ

ロービングシステムを検討作製(Fig.1)し、B1500A と組み

合わせる事で各種特性を計測できるようにした。

Fig.1  Photograph of Probing system.

２．実験（Experimental）

＜技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。＞

３．結果と考察（Results and Discussion）

＜技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。＞

４．その他・特記事項（Others）
なし。

５．論文・学会発表（Publication/Presentation）
なし。

６．関連特許（Patent）
なし。
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